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 Year 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 Revenue  22,988 34,696 44,280 55,369 64,483 75,954 85,738 82,393 109,238 117,913 120,068 

 Gross margin 18.61% 13.37% 15.79% 19.46% 18.44% 18.86% 19.16% 15.22% 16.33% 22.10% 22.67% 

 Net income 1,184 711 2,356 4,056 5,471 6,735 7,731 3,456 6,772 11,536 12,402 

   Net income     

   attributable to the   

    parent company 

    1,184         711      2,356      4,138      5,471      6,735      7,731      3,456      5,172      8,448  8,685 

 Cash (Note 1) 1,291 1,797 4,084 8,756 10,016 23,482 31,572 30,241 33,296 49,154 43,071 

 Depreciation &   

 Amortization 
2,297 2,807 3,008 3,375 3,742 4,293 4,850 5,295 5,679 6,820 7,955 

 Capital 6,640 6,464 6,699 7,034 7,386 7,386 8,047 8,047 8,047 8,047 9,022 

 ROE (Note 2) 10.82% 5.54% 15.34% 21.27% 23.77% 23.33% 20.82% 8.59% 14.49% 17.30% 14.72% 

 Debt ratio 67.08% 69.70% 67.03% 66.28% 64.06% 62.54% 53.70% 59.72% 55.33% 44.25% 35.41% 

2020/09/18更新: 

 

• 2019年營收:  

    120,068 

• 2019年資本額:  

    9,022 

• 2019年ROE:  

    14.72 

• 註: 單位百萬元
新台幣 

 

2020/11/09更新: 

 

• 2019-2020  

    營業毛利 

• 2019-2020  

    稅後淨利 

• 2019-2020  

    歸屬母公司 

    淨利 

投資人關係 

2020/11/09 

更新 

Note: 

(1) Cash includes cash & cash equivalents and current financial assets at fair value through profit or loss. 

(2) The change of 2019 ROE is due to the increase of total equity resulting mainly from 3,601 million RMB fundraising of the Company’s 

subsidiary – Avary’s IPO. 
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投資人關係 

2020/11/09 

更新 

 Period Jan – Sep, 2020  Jan – Sep, 2019  

 Revenue  76,079 78,095 

 Gross margin 18.37% 20.59% 

 Net income 5,453 7,208 

Net income     
attributable to the parent company 

3,777 5,005 

 Cash (Note 1) 38,851 43,340 

 Depreciation & Amortization 5,973 5,842 

 Capital 9,022 9,022 

 Debt ratio 37.97% 38.86% 

Note: Cash includes cash & cash equivalents and current financial assets at fair value through profit or loss. 
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投資人關係 

2020/11/09 

更新 

2020/11/09更新: 

 

• 2020全球布局
新增:半導體深
圳園區、淮安
第一園區、淮
安第二園區、
淮安第三園
區、高雄園區 

(規劃中)以及桃
園(先豐通訊)  

董辦 

2020/11/05 

更新 



5 

Ranked 35 of ―Taiwan’s Top 2000 Manufacturing 

Companies‖ in 2019. (reported by CommonWealth magazine) 

Ranked 185 of ―Greater-China Top 1000 

Companies by Market Cap‖ in 2019.  
(reported by Business Today magazine) 

2020/10/28更新: 

 

• 2019年《天下
雜誌》臺灣
2000大企業製
造業排名 35 

 

• 2019年《今週
刊》兩岸三地
1000大市值排
名 185 

 

• 第四屆深圳工
業大獎 (2019

年11月18日授
獎) 

董辦 

2020/10/28 

更新 

投資人關係 

2020/11/09 

更新 
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2020/09/18更新: 

 

• 待確認: 

    最新版本 
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投資人關係 

2020/08/15 

更新 
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Automotive 

Radar 
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董辦  

2020/10/22 

更新 

Sever Platform 

Hybrid Material 
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Interior  
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董辦  

2020/10/22 

更新 
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清華大學 
(北京,深圳研究生院) 
Tsinghua University 

北京大學 
(深圳研究生院) 

Peking University 

香港城市大學 
(香港) 

City University of Hong Kong 

清華大學 
(臺灣.新竹) 

Tsing Hua University 

成功大學 
(臺灣.台南) 

National Cheng Kung 
University 

交通大學 
(臺灣.新竹) 

National Chiao Tung 
University 

哈爾濱工業大學 
(廣東.深圳) 

Harbin Institute of 
Technology 

中山大學 
(廣東.廣州) 

Sun Yat-sen University 

台灣科技大學 
(臺灣.臺北) 

National Taiwan  
University of Science 

and Technology 

中央大學 
(臺灣.桃園) 

National Central 
University 

台北科技大學 
(臺灣.臺北) 

National Taipei  
University of Technology 

東南大學 
(江蘇.南京) 

Southeast University 

深圳大學 
(廣東.深圳) 

Shenzhen University 

中興大學 
(臺灣.台中) 

National Chung Hsing  
University 

逢甲大學 
(臺灣.台中) 
Feng Chia 
University 

燕山大學 
(河北.秦皇島) 

Yanshan 
University 

中原大學 
(臺灣.桃園) 
Chung Yuan 
Christian 
University 

廣東工業大學 
(廣東.廣州) 

Guangdong University 
of Technology 

元智大學 
(臺灣.桃園) 

Yuan Ze University 

河北工業大學 
(天津) 

Hebei University of 
Technology 

中科院深圳 
先進技術研究院 

(廣東，深圳) 
SIAT 

臺灣工業技術
研究院 

（臺灣，新竹） 
ITRI 

深圳資訊通信研究院 
（中國資訊通信研究院南方分院） 

(廣東，深圳) 
SAICT 

*高校依據QS世界大學排名 

研發處 

2020/09/25 

更新 

2020/09/25更新: 

 

• 香港城市大學 

• 深圳資訊通信
研究院 

 

2020/11/09更新: 

 

• 資料截至
2020/10/31 

董辦 

2020/11/05 

更新 
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2020/09/24 

更新 
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環保處 

2020/11/09 

更新 

2020/11/09更新: 

 

• 2020年 

    綠色榮譽: 87項 

    (待確認） 

 

• 資料截至   

    2020/10/30 

董辦 

2020/11/05 

更新 

18 Awards  

Received in 

Qinhuandao 

5 Awards Received  

from US Customers 

 

87 
 

• A supplier goes above  

  and beyond for the   

  environment (APPLE) 

• Best greenhouse gas  

  emissions  

• Best CSR   

• Green factory 

• Zero waste certification (ZWP) 

• UL platinum certification   

• AWS platinum certification   

• Green factory 

• Jiangsu green label  

   enterprise  

• Huaian best water saving   

• AWS platinum certification 

• Green supply chain   

37 Awards  

Received in 

Huaian 

27 Awards Received 

in Shenzhen 
• Green factory 

• Guangdong green label  

  enterprise  

• Guangdong best  

  eco-friendly enterprise 

• AWS platinum certification 
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環保處 

2020/10/28 

更新 

董辦 

2020/11/05 

更新 

AWS（Alliance For Water Stewardship) is a global membership collaboration comprising businesses, 

NGOs and the public sector. Its members contribute to the sustainability of local water-resources 

through their adoption and promotion of a universal framework for the sustainable use of water. 

 —— Source: Apple’s Supplier Responsibility 2020 Progress Report 

Publication on  

May 15, 2020 
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